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Et metalliseringsmateriale til anvendelse som kondensator-
katodeovertrak, is@r til tantalkondensatorer, indeholder
(a) 92-97 vagtprocent af en blanding af 70-95 vagtprocent
findelte kobberpartikler og 30-5 vagtprocent findelte par-
tikler af tinholdigt metal, dispergeret i en oplesning af
(b) 4-1,5 vagtprocent af et organisk syre-flusmiddel med
et syretal pa mindst 100, og som er termisk stabilt op til
en temperatur pa mindst 230°c, og (c) 4-1,5 vagtprocent af
R
en organisk amin svarende til formlen R-ﬁ-R, i hvilken R
i hvert enkelt tilfazlde er udvalgt fra gruppen bestdende
af H, Cl_a-alkyl, Cz_d-alkenyl og Cl_4—hydroxyalkyl, idet
mindst &n af grupperne R er alkyl eller hydroxyalkyl, i
(d) et indifferent organisk medium.

Et katodisk overtrak pa en tantalkondensator kan pafgres
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ved, at man (1) neddypper en kondensatorkugle eller et
lignende legeme i et flydende bad af det ovennavnte ma-
teriale til dannelse af et overtrazk derpa, (2) t¢grrer ma-
terialet til fjernelse af flygtige bestanddele fra det
organiske medium og (3) opvarmer det tgrrede overtrzk ved
en temperatur pa mindst 220°C, men under s¢gnderdelingstem-
peraturen for CuBSn, i et tidsrum tilstrakkeligt til at
tilvejebringe reaktion mellem mindst 50 vagtprocent af
tinnet med kobbermetallet i overtrazkket til dannelse af
den intermetalliske forbindelse Cu3Sn.
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